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Opis wynalazku

Przedmiotem wynalazku jest przyrzad pomiarowy do mikroskopowej obserwacji i pomiaru de-
formacji materiatéw w czasie rzeczywistym, wykonany w technologii szkiet z miedziang powtoka.

Szybki rozwdj techniki oraz technologii wymusza miniaturyzacje urzadzen i przyrzadéw pomia-
rowych przy jednoczesnym zapewnieniu ich energooszczednosci. Zapotrzebowanie na nowoczesne
materiaty o Scisle okreslonych wtasciwosciach fizykochemicznych stale rosnie. W rezultacie taki mate-
riat jak szkito jest szeroko stosowany w wielu gateziach przemystu m.in. w przemysle samochodowym,
lotniczym, $rodkdéw transportu, budowlanym. Wszechstronne zastosowanie szkio zawdziecza mozli-
wosci modyfikacji powierzchni poprzez natozenie warstw o specyficznych wtasciwosciach lub prowa-
dzgcym do uzyskania okreslonych wiasciwoséci. Najbardziej roznorodne powtoki, ktére charakteryzujg
sie szerokim zakresem parametrow mozna otrzymac przy zastosowaniu metody magnetronowej. Zale-
tami powtok otrzymanych ww. metodg sg miedzy innymi bardzo dobra adhezja otrzymywanych pokryé
do podtoza, stosunkowo niska temperatura powierzchni w trakcie procesu nanoszenia oraz duza jed-
norodnosci grubosci powtok na catym obszarze. Dodatkowo, podczas rozpylania metalicznych targe-
tow, nawet wielosktadnikowych, mozZliwe jest osadzanie zaréwno warstw przewodzacych, rezystyw-
nych, jak i dielektrycznych. Szkio o modyfikowanej powierzchni jest coraz chetniej wykorzystywane
w konstrukcji urzgdzen i przyrzaddéw pomiarowych, ze wzgledu na stosunkowo niski koszt samego
podtoza oraz szeroki wachlarz wtasciwosci fizykochemicznych uzyskanego materiatu.

W ostatnich latach duzy wysitek badawczy zostat wtozony, aby opracowa¢ nowe metody pomia-
ru deformacji materiatéw w czasie rzeczywistym. W tym celu zostaty zaprojektowane oraz wykonane
specjalne uchwyty i moduty pomiarowe: mechaniczne, hydrauliczne i pneumatyczne o réznych wia-
sciwosciach oraz wyspecjalizowane metodologie i systemy pomiarowe, m.in. zaawansowane systemy
fotogrametryczne. Obecnie mozliwe jest przeprowadzanie pomiaréw statycznych oraz dynamicznych
tworzyw sztucznych, metali, kompozytéw oraz materiatéw inteligentnych.

Istniejg rozwigzania zaprezentowane w amerykanskim opisie patentowym US3224259A mo-
dyfikacji uchwytu hydraulicznego probki tekstylnej w urzadzeniu stuzgcym do pomiaréw naprezen
rozciggajgcych. Dzieki wymiennym wktadkom mozliwe byto przeprowadzenie pomiaréow prébek
0 wymiarach szerszych niz dotychczas. Znany jest z opisu patentowego US2017219470 przyrzad
do pomiaru odksztatcenia poprzecznego wykorzystujgcy pasywnym uktad pionowy wyposazony
w liniowy enkoder optyczny.

Jednym z probleméw przed jakimi stojg wspétczesne metodologie pomiarowe jest zapewnienie
mozliwosci przeprowadzania pomiardw w czasie rzeczywistym oraz zagwarantowanie mozliwosci
dokonywania pomiaréw w polu magnetycznym.

Zgodnie z wynalazkiem przyrzad do pomiaru deformacji materiatdw w czasie rzeczywistym,
Znamienny tym, ze zawiera dwie jednakowe plytki szklane, wzajemnie zigczone, z ktérych jedna ptytka
jest obrécona o 180°, posiadajgce dwa paski prowadzgce, Jeden z paskéw prowadzgcych ma uchwyt,
Jedna ptytka szklana jest zamocowana w podstawie obudowy, a druga ptytka szklana jest zamocowa-
na do pokrywy, ktoéra jest osadzona przesuwnie wzgledem podstawy obudowy.

Korzystnie przyrzad, znamienny tym, ze powierzchnia ptytek szklanych jest pokryta powtokg
miedzi o grubosci mniejszej niz 0,5 um.

Korzystnie przyrzad, znamienny tym, ze powtoka miedzi jest naniesiona metodg magnetronowag
oraz wytrawiona przy zastosowaniu fotolitografii.

Korzystnie przyrzad, znamienny tym, ze uchwyt tworzg dwa wystepy, posiadajgce na we-
wnetrznej powierzchni naciecia pitoksztattne, tworzgce zeby, ktérych kat wierzchotkowy wynosi od
60°... do 90°.

Korzystnie przyrzad, znamienny tym, ze plytki szklane s3 mocowane do podstawy obudowy
i pokrywy za pomocag kleju cyjanoakrylowego.

Korzystnie przyrzad, znamienny tym, ze pokrywa jest osadzona na podstawie obudowy za po-
Srednictwem prowadnic.

Korzystnie przyrzad znamienny tym, ze pokrywa posiada otwor centralny. Zaproponowany przy-
rzad stuzacy do obserwacji i pomiaru deformacji materialu daje mozliwo$¢ prowadzenia obserwac;ji
zachowania probki przy uzyciu mikroskopu optycznego w czasie rzeczywistym. Dodatkowo, dzieki
zastosowanej technologii wytwarzania modut moze pracowa¢ w polu magnetycznym. Zaletg prezen-
towanego przyrzgdu pomiarowego jest jego prosta budowa, uniwersalnosé i zapewnienie mozliwosci
przeprowadzania pomiaréw szerokiego spektrum materiatéw przy zastosowaniu tego samego przy-
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rzgdu pomiarowego. Wynalazek umozliwia pomiary mikrodeformacji prébek, takich jak implanty wie-
zadel, sciegien oraz miesni, nici chirurgiczne, materiaty opatrunkowe, ciecze ferro i magnetoreologicz-
ne oraz badanie przeptywow cieczy w laboratoriach chipowych (ang. lab on chip).

Przedmiot wynalazku byt w przyktadowym wykonaniu testowany przy rozrywaniu tancuchéw
czgstek w cieczach magnetoreologicznych.

Przedmiot wynalazku w przyktadzie wykonania jest widoczny na rysunkach, na ktérych na fig. 1
i fig. 2 przedstawiono uchwyt do modutu w widoku aksonometrycznym (aby nie zaciemnia¢ widoki
Sruby zostaty pominiete — na rysunkach widoczne sg tylko otwory), fig. 3 przedstawia widok z gory po
zdjeciu pokrywy a fig. 4 widok z géry na szklang ptytke.

Pomiar mikrodeformacji materiatow w czasie rzeczywistym przeprowadzany jest przy wykorzy-
staniu mikroskopu optycznego oraz przyrzgdu pomiarowego do mikroskopowej obserwacji i pomiaru
deformacji. Na stoliku mikroskopu do umieszczania probek umiejscowiony zostat przyrzad do mikro-
skopowej obserwacji i pomiaru deformacji materiatdbw w czasie rzeczywistym, zestawiony z dwéch
identycznych, prostokatnych, szklanych ptytek 1la i 1b (ztozonych w odbiciu lustrzanym) i 1b sg wzgle-
dem siebie zestawione przesuwnie.

W przyktadowym wykonaniu przyrzad stuzy do obserwacji i pomiaru mikrodeformacji materiatow
Teologicznych, tj. cieczy ferro i magnetoreologicznych. Dzieki mozliwosci przeprowadzenia pomiaréw
w polu magnetycznym czgsteczki ww. ciecz zahaczajg sie o wystepy 4 i 4a.

Przyktady wykonania podane sg jedynie w charakterze nieograniczajgcych wskazan dotycza-
cych wynalazku i nie mogg w zaden sposob ogranicza¢ zakresu ochrony, ktéry jest okreslony poprzez
zastrzezenia patentowe.

Przyrzad pomiarowy tworzg dwie identyczne, prostokatne, szklane piytki 1a i 1b, majgce dwa
wystajgce paski 2a i 2b. Na pasku 2a umiejscowiony jest uchwyt 3. Uchwyt 3 tworzg dwa wystepy 4
i 4a, ktérych Scianki wewnetrzne majg pitoksztattne naciecia, tworzace zeby 5, ktérych kat wierzchot-
kowy wynosi 70°. Ptytki 1a i 1b, z ktorych jedna jest obrécona o kat 180°, sg ze sobg zestawione
w jednej ptaszczyznie. Wystepy 4 i 4a majg takg wysokos$¢, ze ich czota po zestawieniu ptytek lai 1b
sg oddalone od siebie nie wiecej niz 0,5 mm, tworzgc szczeline. Plytki 1a i 1b sg wzgledem siebie
zestawione przesuwnie. Powierzchnia ptytek 1ai 1b jest pokryta, warstwg miedzi, naniesiong metoda
magnetronowg oraz wytrawiong przy zastosowaniu fotolitografii. Warstwa miedziowa jest naniesiona
od strony, na ktoérej sg aluminiowe prowadnice 2a i 2b, i ma grubos¢ mniejszg niz 5 um. Dolna ptytka
la jest przyklejona klejem cyjanoakrylowym do podstawy obudowy 7, ktéra jest przymocowana do
stolika mikroskopu. Natomiast gérna piytka 1b jest przyklejona do pokrywy 8, ktéra jest ruchoma
wzgledem podstawy stolika mikroskopu, przy czym prowadnice 2a i 2b sg ustawione réwnolegle
wzgledem osi przesuwu stolika mikroskopu. Pokrywa 8 jest osadzona wzgledem podstawy obudowy 7
w prowadnicach 9a i 9b. Pokrywa 8 jest wyposazona w otwor centralny 10. Pokrywa 8 jest potgczona
z koncowkami czujnikdow pojemnosciowych MEMS 11a i 11b, ktére sg osadzone na podstawie obu-
dowy 7. Mikrodeformacja materiatu jest zadawana za pomocg czujnikéw pojemnosciowych MEMS 11a
i 11b posrednio na uchwyt 3 plytki 1b, w ktérym odksztatcana jest badana prébka.

Zastrzezenia patentowe

1. Przyrzad do pomiaru deformacji materiatow w czasie rzeczywistym, znamienny tym, ze za-
wiera dwie jednakowe ptytki szklane 1a i 1b, wzajemnie ztgczone, gdzie jedna ptytka la jest
obrécona o 180°, posiadajgce dwa paski prowadzace 2a i 2b, z ktérych jedna ma uchwyt 3,
przy czym jedna ptytka szklana 1b jest zamocowana w podstawie obudowy 7, zas druga
ptytka szklana la jest zamocowana do pokrywy 8, ktora jest osadzona przesuwnie wzgle-
dem podstawy obudowy 7.

2. Przyrzad wedtug zastrz. 2, znamienny tym, ze powloka miedzi jest naniesiona metodg ma-
gnetronowg oraz wytrawiona przy zastosowaniu fotolitografii.

3. Przyrzad wedtug zastrz. 1, znamienny tym, ze powierzchnia plytek szklanych 1a i 1b jest
pokryta powtokg miedzi o grubosci mniejszej niz 0,5 pm.

4. Przyrzad wedtug zastrz. 1, znamienny tym, ze uchwyt 3 tworzg dwa wystepy 4a i 4b, po-
siadajgce na wewnetrznej powierzchni naciecia pitoksztattne, tworzgce zeby 5, ktorych kat
wierzchotkowy wynosi od 60°... do 90°.
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. Przyrzad wedtug zastrz. 1, znamienny tym, ze ptytki szklane 1a i 1b sg mocowane do pod-
stawy obudowy 7 i pokrywy 8 za pomocg kleju cyjanoakrylowego.

. Przyrzad wedtug zastrz. 1, znamienny tym, ze pokrywa 8 jest osadzona na podstawie obu-
dowy 7 za posrednictwem prowadnic 9a i 9b.

. Przyrzad wedtug zastrz. 1, znamienny tym, ze pokrywa 8 posiada otwér centralny 10.
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